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1.  2017年度の総括
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2017年度の総括

成果

イメージセンサーの売上・利益拡⼤
⾞載向けイメージセンサーの順調な顧客拡⼤
⾮イメージセンサー事業の収益性改善

中国スマホ端末メーカーの需要変動への対応⼒
在庫⽔準の適正化
為替感応度の⾼⽌まり

半導体事業として過去最⾼の営業利益を達成
営業利益変動要因分析（億円）

課題

半導体分野

営業
利益

8,500売上⾼ 7,731

為替

震災

モバイル
センサー

モバイル
モジュール

その他

内イメージセンサー
6,494

内イメージセンサー
5,486

為替1ドル=108.4円 110.9円
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2.  2018年度の取り組み
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

イメージセンサー市場の⾒⽅

モバイル領域は複眼+センシング中⼼に拡⼤。新規領域の成⻑が期待される市場構造
WWイメージセンサ出荷⾦額推移イメージ

※ソニー調べ

半導体分野

モバイル領域
• 複眼+モバイルセンシング中⼼に市場拡⼤

AV領域
• ハイエンドセンサー市場拡⼤

新規領域
• ⾞載︓ADAS市場の⽴ち上がり
• FA︓製造スマート化で市場拡⼤
• セキュリティ︓AI技術を⽤いた

⾃動監視普及で市場拡⼤

CY

新規領域
モバイルセンシング
モバイル複眼サブ

AV
モバイルフロント+リア
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モバイルへの取組み

モバイルイメージングセンサーの進化

現在 将来 〜

⼀眼カメラを⽬指した画質進化に加え、平⾯・時間・空間での進化を⽬指し感動を届ける

平⾯
広⾓・拡⼤

時間
スーパースロー

空間
奥⾏・フォーカス

半導体分野

⾒たままの感動をそのままに

画質
ハイダイナミックレンジ・

⾼感度・低ノイズ

暗い場所も鮮明に

⿊潰れ無く

⽴体感・没⼊感

構図からの解放

シャッター
からの解放
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センシングへの取組み

ToFセンサーの開発 ToFセンサーのユースケース

測距が可能な裏⾯照射型⾼精細ToF※センサー開発に成功。幅広いユースケースへの展開

aibo
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ドローン

FA

⾞載

裏⾯照射型
ToFセンサー

表⾯照射型
ToFセンサー

現在

将来

モバイル
※ToF: Time of Flight
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⾞載への取組み

ADAS⽤途の積層型イメージセンサーを商品化。キープレイヤーとの連携強化
キープレイヤーとの連携※
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従来品

開発品
160m先の標識を

鮮明に撮像可能

Safety Cocoonの実現

⾞載カメラ向け⾼解像度積層型センサーの商品化

※ロゴの並びはアルファベット順
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⾚外領域センサ

FAへの取組み

産業の⾃動化により市場は拡⼤。CCDからCMOSイメージセンサへの移⾏進む
FA向けセンサーの進化

CCDからの転換

現在 将来 〜

CCD 表⾯CMOS GS※ 裏⾯CMOS GS 積層CMOS GS

半導体分野

砂糖塩

⽣産ライン⾃動化浸透⾼速⾼解像度検査実現

不可視光検査開拓

低エラー発⽣率 スループット向上

※GS: グローバル・シャッター
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セキュリティへの取組み

AI技術を⽤いた⾃動監視普及でセキュリティ市場は拡⼤
セキュリティ向けセンサーの進化

現在 将来 〜

裏⾯CMOS ⾼感度化 積層化

領域制御
FHD ５M５M
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低ノイズ微細化

屋外広域撮影夜間フルカラー撮影 広域⾼精細撮影 AI監視最適化

データ容量低減
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技術開発への取組み (1)

市場のニーズに対応し付加価値を⽣み出す技術開発を実⾏
技術開発の⽅向性

現在 将来 〜

※Cu-Cu接続: カッパー・カッパー接続
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性能進化

機能拡張

性能拡張

センシング
新市場に
向けた

技術開発

裏⾯照射型 感度向上
積層型 ⼩型化・⾼機能化

Cu-Cu接続※ ⽣産性向上・省スペース化
画素並列A/D 画像歪み解消

領域制御 データ容量低減

偏光 歪・キズ検知
⾚外領域 不可視光検査

イベントドリブン 消費電⼒1/100

ToF 距離情報検出
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技術開発への取組み (2)

センサーイメージ

消費電⼒1/100を実現するイベントドリブン⽅式積層型CMOSイメージセンサーを開発
動体検知イメージ

Cu-Cu接続による積層構造により実現

動体検知
⾃動切替え
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技術開発への取組み (3)
動画
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2018年度の業績⾒通し

設備投資・R&Dを増額し「仕込み」を加速

半導体分野

環境

スマートフォンの複眼化進展
センシング・⾞載の⽴ち上がり
円⾼・スマートフォン市場の伸び悩みはリスク

営業
利益

8,700売上⾼ 8,500

営業利益変動要因分析（億円）

基本⽅針

設備投資・R&Dは増額し「仕込み」を加速
モバイル・AV領域を
利益創出ドライバーとして収益を最⼤化
センシング・⾞載等の新規領域を育成
センサーの製造コスト削減活動継続

⼀時
要因

償却費/
研究費

操業
変化

為替

数量増/
ﾌﾟﾛﾐｯｸｽ改善

/ｺｽﾄﾀﾞｳﾝ

内イメージセンサー
6,900

内イメージセンサー
6,494

為替1ドル=110.9円 105円
（4⽉⾒通し）
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3. 中期計画（2018年度〜2020年度）
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2020年度 経営数値⽬標

 2020年度 業績⽬標
 営業利益 1,600億円 〜 2,000億円

※為替1ドル = 105円前提

売上⾼イメージ（参考値）
11,000億円

 2020年度に向けた中期計画
 環境変化への対応⼒を⾼め、モバイルセンサーの収益最⼤化を図る
 センシング・⾞載含めた新規領域の収益貢献を⽬指す
 機能拡張・性能拡張を含む技術開発を推進する

半導体分野


